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印制板可焊性测试

1 总则

1.1 范围 本标准规定了用于评估印制板表面导体、连接盘和镀覆孔（PTH）可焊性的测试方法和
缺陷定义，并附有相关的图表。本标准适用于供应商和用户。

本标准不适用于验证组装过程成功加工的可能性或评估设计对于润湿性的影响。本标准描述了确定

表面涂覆层可接受的润湿性的测定程序或方法。润湿性会受操作、涂覆层应用及环境条件的影响。

1.2 ⽬的 本标准对于可焊性的测定是为了验证印制板制作工艺和后续储存对印制板上需要焊接部

分的可焊性无不利影响。可使用参考附连板或印制板上代表性部分。根据所选测试方法加工印制板，

随后从印制板上分离其中的一部分作为试样，来评定可焊性。

1.3 ⽬标 提供可焊性测试方法以确定印制板表面导体、连接盘及镀覆孔被焊料润湿的难易程度和

经受苛刻的印制板组装工艺的可接受性。

1.3.1 要求的定义 “应当”一词用于本文件中对材料、准备、工艺控制、焊接连接的验收或测试方

法有要求的任何地方。“应该”一词反映“最佳工艺技术”， 仅用于反映作为指南的常规行业惯例

和建议。

1.3.2 ⽂件优先顺序 在有冲突的情况下，以如下降序方式明确所采用文件的优先顺序：

a. 由供需双方协商确定的采购文件，它应该包含恰当地贮存和操作所预期的保存期限要求。
b. 反映用户详细要求的布设总图或总组装图。
c. 用户要求或合同协议引用本文件J-STD-003。
d. 客户指定的其它文件。

1.4 分级 根据IPC-6010系列文件的定义，建立了三个产品级别以反映复杂性、功能性能要求和测
试/检验频次的逐级增加。

用户负责定义产品级别。产品级别应该在采购文件中予以规定。

1级 普通类电⼦产品

包括那些以组件功能完整为主要要求的产品。

2级 专⽤服务类电⼦产品

包括那些要求持续运行和较长使用寿命的产品，最好能保持不间断工作但该要求不严格。一般情况

下不会因使用环境而导致故障。

3级 ⾼性能电⼦产品

包括以连续具有高性能或严格按指令运行为关键的产品。这类产品的服务间断是不可接受的，且最

终产品使用环境异常苛刻；有需要时，产品必须能够正常运行，例如救生设备或其它关键系统。

印制板性能级别不能决定表面涂覆层所规定的耐久性等级。类型2/类型A的耐久性是默认的涂层耐久
性等级。
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